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Abstract of DEI 9511 300 

The figure given shows a multi-layer arrangement consisting of four layers or levels (1a to Id), with the lowest (la) 
supported on plastic foil. The conductor path (3a) is formed from conducting silver or some similar material of low 
resistance by the silk screen printing process and fitted on the plastic foil so that there is a coil (LI) with a first (2a) 
and a second (2b) temilnal. The other conductor paths (3b,3c,3d) and the other colls (L2,L3,L4) are shown. By the 
same silk screen process, there is formed on the lowest layer a first insulation layer (1b), with cutouts (4a,4b) and, 
then a conductor path (3b), with a coll (L2) and a first (2c) and a second (2d) terminal. 
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@ Antennenstruktur 

^) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hersteltung einer 
Antennenstruktur, insbesondere zum Einsatz in scheckkar- 
tenartigen identifikationssystemen. wobei eine Feinstruktur- 
teiterplatte mit darauf angeordneten Feinstrukturteiterbah* 
nen dadurch vermieden wird, da& mehrere im Siebdruckver- 
fahren hergestellte Leiterbahnen ats Spulen ausgebildet und 
auf nr>ehrere Lagen einer Mehrlagenleiterplatte verteilt wer~ 
den. Die gewunschte Lange der Antennenspule ergibt sich 
durch in Reihe schatten der einzetnen Spulen mittels 
Treisparungen. die in die zwischen den Spulen angeordneten 
Isolierschichten eingebracht sind. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Hersteilung 
einer Antennenstruktur. insbesondere zum Einsatz in 
Chipkarten. s 

Derartige Antennenstrukturen werden vielfach in be- 
rQhrungslosen Identifikationssystemen zum Beispiel in 
Chipkarten zur Personenidentifikation auf Flughdfen 
eingesetzt Bisher werden derartige Antennenstruktu- 
ren hergestellt, indem man Leiterbahnen mittels der sog. lo 
Feinleitertechnik auf eine Feinstrukturleiterplatte auf- 
gebringt Bei einer Leiterbahnbreite von 0.1 mm und 
einem Leiterbahnabstand von ebenfalls 0,1 mm weist 
diese Technologie zumindest die Nachteile auf, daB sie 
recht teuer ist und zudem nur von wenigen und darauf 15 
speziaiisierten Herstellem beherrscht wird. 

Mehrlagenleiierplatten, kurz als ''Multilayer" bezeich- 
net, sind bekannt Sie bestehen aus mehreren sehr dOn- 
nen Leiterplatten, wobei auf jede Leiterplatte mittels 
gaivanischer Herstellungsweise ein- oder beidseitig Lei- 20 
terbahnen aufgebracht werden und Durchkontaktierun- 
gen fCir die Verbindung der vorder- und ruckseitigen 
Leiterbahnen oder far die Verbindung der auf verschie- 
denen Leiterplatten aufgebrachten Leiterbahnen sor- 
gen. 25 

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Antennenstruktur 
anzugieben, die mittels einer einfachen Technologie her- 
gestelit werden kana so daB Herstellungskosten einge- 
spart werden konnen. 

Hierzu wird eine Antennenstruktur unter Verwen- 30 
dung einer Mehrlagenleiterplatte dadurch hergestellt, 
daO auf jede Leiterplatte eine als Spule ausgebildete 
Leiterbahn aufgebracht wird. Isolationsschichten zwi- 
schen den Leiterplatten fflhren eine galvanische Tren- 
nung der einzelnen Leiterbahnen herbei. Freisparungen 35 
in diesen Isolationsschichten sorgen dafiir, daB die ein- 
zelnen Spulen mittels AnschluBpunkten verbunden und 
in Reihe geschaltet werden und dadurch die gewQnschte 
Lange der Antennenstruktur zustande kommt 

Die Vorteile der Erfindung liegen insbesondere darin, 40 
daB auch bei niedrigen Herstellungskosten die qualitati- 
ven Eigenschaften der erfindungsgemaBen Antennen- 
struktur dem Stand der Technik mindestens ebenbtirtig 
sind und die neuartige Antennenstruktur die gleichen 
technischen Daten aufweist 45 

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist nachste- 
hend ausfuhrlich erlautert und anhand der Figuren dar- 
gestelit 
Es zeigen 

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung der erfin- 50 
dungsgemafien Antennenstruktur und 

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Antennenstruktur nach 
dem Stand der Technik. 

Abb. 1 zeigt einen aus vier Lagen la bis Id bestehen- 
den Multilayer. Jede als "Layer" bezeichnete Lage la bis 55 
Id sielh eine Ebene des Multilayers dar. Als Trager fur 
die unterste Lage la wird eine Kunststoffolie verwendet 
und bei der Hersteilung im Siebdruckverfahren auf die- 
se Kunststoffolie eine etnzige aus Leitsilber oder aus 
einem ahnlich niederohmigen und siebdruckfdhigen eo 
Material bestehende Leiterbahn 3a derart aufgebracht. 
daB daraus eine Spule LI mit einem ersten AnschiuB- 
punkt 2a und einem zweiten AriSchluBpunkt 2b entsteht 

Auf die so entstandene unterste Lage la wird an- 
schlieBend ebenfalls mittels Siebdruck eine erste Isola- es 
tionsschicht lb mit Freisparungen 4a und 4b aufge- 
bracht Danach wird auf diese Isolationsschicht eine Lei- 
terbahn 3b spuienfdrmig aufgebracht. so daB daraus ei- 



ne Spule L2 mit AnschluBpunkten 2c und 2d entsteht 
Die Freisparung 4b in der Isolationsschicht lb bewirkt, 
daB die Spule L2 mittels ihres AnschluBpunktes 2c den 
AnschluBpunkt 2b der Spule LI kontaktiert und da- 
durch die Spulen LI und L2 in Reihe geschaltet sind 

Mittels Siebdruck werden weitere Isolienchichten Ic 
bzw. Id mit Freisparungen 4c und 4e bzw. 4d und 4f und 
weitere Leiterbahnen 3c bzw. 3d aufgebracht, so daB 
Spulen L3 bzw. L4 mit AnschluBpunkten 2e und 2f bzw. 
2g und 2h entstehen. Hierbei kontaktieren sich die Spu- 
len L2 und L3 mit ihren AnschluBpunkten 2d und 2e, die 
Spulen L3 und L4 mit ihren AnschluBpunkten 2f und 2g. 

Die Freisparungen 4a. 4e und 4f in den Isolierschich- 
ten lb. Ic und Id bewirken, daB der erste AnschluB- 
punkt 2a der ersten Spule LI auch nach Aufbringen aller 
kolierschichten lb, Ic und Id frei zugSnglich bleibt und 
kontaktiert werden kann, so daB sich aus den vier in 
Reihe geschalteten Spulen LI, L2, L3 und L4 eine durch- 
gehende Antennenspule mit den AnschlQssen 2a und 2h 
ergibt 

Eine zwar geeignete, aber in der Hersteilung recht 
teure Durchkontaktierung kann durch die Freisparun- 
gen 4a bis 4f in den Isolationsschichten lb. Ic und Id 
vermieden werden. 

Bei gleicher Linge der Antennenspule gegenOber 
dem Stand der Technik kann durch Hintereinander- 
schalten der vier Spulen LI. L2, L3 und L4 die Breite der 
Leiterbahnen 3a. 3b, 3c und 3d und der Abstand zwi- 
schen den einzelnen Windungen von 0,1 mm auf 03 mm 
vergroBert werden. Dadurch kann zur Hersteilung der 
erfindungsgemaBen Antennenstruktur ein einfacher 
und gunstiger HerstellungsprozeB verwendet werden. 
den sehr viele Firmen ausfuhren konnen. 

In Fig. 2 ist eine nach dem Stand der Technik herge- 
stellte Antennenstruktur dargestellt Hierbei ist auf Vor- 
der- und Ruckseite einer Feinstrukturleiterplatte 6 mit 
Hilfe einer speziellen Galvaniktechnologie jeweils eine 
Feinstrukturleiterbahn 7V und 7R mit AnschluBpunkten 
8, 9 und 10 aufgebracht Hierbei muB der AnschluB- 
punkt 9 durchkontaktiert sein, urn die Feinstrukturlei- 
terbahnen 7V und 7R auf Vorder- und Ruckseite der 
Feinstrukturleiterplatte 6 zu verbinden. Die Breite der 
Feinstrukturleiterbahnen 7V und 7R und der Abstand 
zwischen den einzelnen Windungen der Antennenspule 
miissen 0.1 mm betragen. urn die gesamte Lange der 
Antennenspule auf Vorder- und Ruckseite der Fein- 
strukturleiterplatte 6 unterbringen zu kdnnen. Diese 
Abmessungen erfordem zu ihrer Hersteilung den Ein- 
satz einer speziellen und teuren Technologie, die von 
nur wenigen Herstellerfirmen beherrscht wird. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Hersteilung einer Antennenstruk- 
tur unter Verwendung einer Mehrlagenleiterplatte, 
wobei jede auf jeder Leiterplatte (la. lb, Ic, Id) 
angeordnete Leiterbahn (3a. 3b, 3c 3d) als Spule 
(LI, L2. L3. L4) ausgebildet ist und diese Spulen (LI. 
L2. L3, L4) in Serie geschaltet werden. 

2. Antennenstruktur nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leiterbahnen (3) und die die 
Leiterbahnen (3) trennenden Isolierschichien (lb. 
Ic. Id) im Siebdruckverfahren hergestellt werdea 

3. Antennenstruktur gem^B Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet. daB in die die Leiterbahnen (3) 
trennenden Isolierschichien (lb. Ic, Id) Freisparun- 
gen (4a bis 40 eingebracht werden. 

4. Antennenstruktur nach Anspruch 1, dadurch ge- 
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kennzeichnet, daQ die Leiterbahnen (3a bis 3d) aus 
einem niederohmigen und siebdruckf&higen Mate- 
rial bestehen. 

5. Antennenstruktur nach Anspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Leiterbahnen (3a bis 3d) aus 5 
Leitsilberbestehen. 

6. Antennenstruktur nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die unterste Lage (la) der Mehr- 
lagenleiterplaite aus einer Kunststoffolie besteht 

7. Verwendung der Antennenstruktur nach einem 10 
der vorangehenden Anspriiche in scheckkartenar- 
tigen Identifikationssystemea 
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